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Sposéb wytwarzania przepustow kondensatorowych wysokiego
napigcia

1

Przedmiotem wynalazku jest sposdb wytwarzania
przepustow kondensatorowych wysokiego napigcia.

Przy produkcji przepustéw kondensatorowych znane
jest stosowanie sposobu, w ktérym jednostronnie bake-
lizowany papier oraz odpowiednio wymiarowane, pelne
i niepowleczone zadnym lepiszczem arkusze folii alu-
miniowej mawija si¢ na rdzen metalowy przy uzyciu
zwijarki. Znane jest rowniez stosowanie do wyrobu
przepustéw folii perforowanej powlekanej zywica feno-
lowo-formaldehydowa w roztworze spirytusowym, ktdra
uprzednio powleka si¢ papier stosowany do zwinigcia
przepustu.

Ze wzgledu na utrudnione przenikanie lepiszcza na
druga stron¢ papieru i tym samym slabe powiazanie
folii aluminiowej z warstwa papieru powstaja, w wy-
konanym tak elemencie przepustu, szczeliny i powietrz-
ne wtracenia. Powyzsze wady znacznie obnizaja pew-
no$¢ eksploatacyjna wytwarzanych tym sposobem prze-
pustéw, zwickszaja ich stratnosé i prowadza do przebié
cieplnych.

Celem wynalazku jest zmniejszenie stratno$ci przepu-
stéw kondensatorowych i zwigkszenie niezawodnoéci ich
w eksploatacji przez zastosowanie do wyrobu przepu-
stéw kondensatorowych wkladek z folii powleczonych
lepiszczem niskostratnym.o duzej przyczepnodci do folii
i noénika.
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Wedlug wynalazku stosuje si¢ jednostronne powleka-
nie odpowiednio dobranym lepiszczem znanej aluminio-
wej folii perforowanej, przy czym powleczona w czasie
zwijania pod naciskiem powierzchnia folii styka si¢ z
niepowleczona powierzchnia nosnika. Powlekanie odby-
wa si¢ za pomoca lepiszcza stanowiacego mieszaning
60—80% zywicy rezolowej fenolowo-formaldehydowej
z 40—209 zywicy epoksydowej di.anowej lub jej mody-
fikacjami.

Zastosowanie tego lepiszoza do perforowanej folii
aluminiowej zapewnia uzyskanie wyrobu bardziej jed-
norodnego, bez szczelin i wtraced powietrznych o nie-
pogarszajacych si¢ wlasnodciach przepustu w czasie jego
eksploatacji.

Zastrzezenie patentowe

. Spos6b wytwarzania przepustéw kondensatorowych
wysokiego napiecia zwijanych z papieru i powlekanej
lepiszczem metalowej folii perforowanej, znamienny tym,
7e wkladki z perforowanej folii powleka si¢ jednostron-
nie lepiszczem stanowiacym mieszaning 60—80% zywi-
cy rezolowej fenolowo-formaldehydowej z 40—20% zy-
wicy epoksydowej dianowej lub jej modyfikacjami.
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